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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -

Partie 4: Systeme de codification et classification en formes des boitiers
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AVANT-PROPOS

a été établie par le sous-comité 47D: Normgl

Drme-annule

concern

CEl 601

Le texte

91-3, concernant la description des formes de ces boitiers.

de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

47D/298/FDIS 47D/321/RVD

| (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiz {Sation_ fomposée
semble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux d . objet de
er la coopération internationale pour toutes les questions de normalisati %ines de
icité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activitég ationales.
laboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquel 5sé par le
raité peut participer. Les organisations internationales, gouvejyie R 0 htales, en
avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI{collabqre i 'Organisation
htionale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées—ps< S isatipns.
bcisions ou accords officiels de la CEIl concernant les guestions te : < , a mesure
Esible, un accord international sur les sujets étudiés, [étanf dpnnéktue leS~Carnité i ntéressés
bprésentés dans chaque comité d’études
pcuments produits se présentent spds 7 ians Anternationales. lls sopt publiés
e normes, spécifications techniques esou\guides et agréés comme tels par lep Comités
aux.
e but d'encourager l'unification interng ationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
transparente, dans toute la mesure ternationales de la CEIl dans leufs normes
ales et régionales. Toute divergence en e dg/la CEIl et la norme nationale ou|régionale
pondante doit étre ingiquée enter derniere

I n'a fixé aucune procédure cancernantNgarquage)tomme indication d’approbation et sa resgonsabilité

tion est attiré § i e_certains\des eéléments de la présente Norme internationale peyvent faire
de droit iété e droits analogues. La CEI ne saurait étre tgnue pour

sable de ne pds avoir identifié deXels drQits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existenge.

isation

iconducteurs, du comité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs a

ule et remplace la premiéere édition parue en 1987 et constjtue une

ét remplace la section cinq — Régles de codification de la CEl §0191-1,
ant1a désignation des boitiers pour dispositifs a semiconducteurs, et I'annexe| B de la

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a

I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 4: Coding system and classification into forms of package outlines
for semiconductor device packages

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatiop J omprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The olRject i ?promote
interngtional co-operation on all questions concerning standardization in thg &trica icffields. To
this epd and in addition to other activities, the IEC publishes Internati ' i aration is
entrudted to technical committees; any IEC National Committee interested in A\ j with may
participate in this preparatory work. International, governmental and gove iofs liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates anization
for Sfpandardization (ISO) in accordance with conditions the two
organfzations.

2) The fprmal decisions or agreements of the IEC on tech |ca| sible, an
interngtional consensus of opinion on the relevant subjgcts e i bsentation
from gll interested National Committees.

3) The dpcuments produced have the form of recommendations fot i i in the form
of stgndards, technical specifications, \ National

Comnjittees in that sense.

4) In order to promote international unificatian, IEC Nationa jittees undertake to apply IEC International
Standprds transparently to the maximum \extex gssible _itvtheir national and regional standards. Any
divergence between the IE and# e cowregponding national or regional standard shall pe clearly

indicafed in the latter.

5) The IE i ki i i pproval and cannot be rendered responsible for any
equip i i i

6) Attent
of patg

g th€ elements of this International Standard may be the subject
gnsible for identifying any or all such patent rights.

Internatlonal Sta has been prepared by subcommittee 47D: Meghanical
standarglizatio dévices, of IEC technical committee 47: Semiconductor
devices

This setaond editi i iti i i titutes a

ards the
designaticn-o -60191-3,

as regards the form descrlptlon of these packages

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

47D/298/FDIS 47D/321/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
L'annexe A est donnée uniquement 4 titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2004.
A cette date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

¢ remplacée par une édition révisée, ou

¢ amendée.

@%
;
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
Annex A is for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2004.
At this date, the publication will be

¢ reconfirmed,;

e withdrawn;

¢ replaced by a revised edition, or
¢ amended.

@%
;
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NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -

Partie 4: Systeme de codification et classification en formes des boitiers

pour dispositifs a semiconducteurs
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fication des formes de bomers de dispositifs a sem|conducteurs
b pour établir des identificateurs descriptifs pour les boftiers a se

cateur descriptif fournit un outil de communication
permettant d'assurer l'interchangeabilité des boitiers.

iemement:

emement:
pour indiquer un dessin pf

es des dessins des bofitiers pour dispositifs

Les des

nant la

&|dans le

de 00 a 99) indiguant une variante d'un

ovisoire

sins de boitiers pour dispositifs a semiconducteurs sont classés en formg

s selon

I'arrangement ci-aprés:

— form

e A: sorties d’un seul coté

— forme B: montage par I'embase

— forme C: montage par embout fileté

— forme D: sorties axiales

— forme E: montage en surface

— forme F: montage par I'embase, sorties d'un seul coté

— forme G: enfichables a deux ou quatre rangées de sorties

— forme H: cartouches.
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MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 4: Coding system and classification into forms of package outlines
for semiconductor device packages
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The following coding system will be used Chanical

standarglization:
— first] a three-digit serial numbex (00

o9IMtoNndicate a variant of an outline grawing.
gvisiogal’drawing remains unchanged.

— secqgnd: a single reference letter ingi
— third

a two-digit serlal number (00

EXAMP
— 1014
— 050¢
- P ad

3 Cl f package outlines for semiconductor devices

The pad
the follg

ings for semiconductor devices are classified into forms accdrding to

— form A}V single-ended

— form B: heat-sink-mounted

— form C: stud-mounted

— form D: axial-leaded

— form E: surface-mounted

— form F: single-ended, heat-sink-mounted
— form G: dual and quad in-line

— form H: axial lead-less.
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4 Systéme de codification des boitiers pour dispositifs a semiconducteurs

4.1 Généralités

Le systéme standard de codification est une méthode permettant d'identifier les carac-
téristiques physiques d'une famille de boitiers de dispositifs électroniques. Le systéme est
prévu pour un indicateur de deux caractéres au minimum indiquant le type de boitier. Cet
indicateur peut étre étendu selon les besoins a certaines informations optionnelles nécessaires
a l'utilisateur, pour fournir des informations supplémentaires sur les boitiers telles que la
position et le nombre des broches, la forme des broches, la dimension du boitier et le matériau
de composition principal du boitier.

4.2 Neuveaux codes descriptifs

Si un nguveau boitier, qui ne correspond pas a un des codes de désig 0sé, un

nouveay code peut étre recommandé pour étre standardisé.

4.3 Identificateurs descriptifs

Le code] < 1 slentificafion. Les
informatfi tionnels
décrits bs. Sauf
spécific e domaine dans lequel
ils aime 'indicateur descriptif peut
étre éte Eparées
de l'indig

4.3.1

L'identif ans des
types de ysiques
externes. CC, FP,
SO, GA

La figun hue des
exempld ypes de

boftiers |3
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4 Coding system for semiconductor-device packages

4.1 General

The standard coding system is a method for identifying the physical features of an electronic
device package family. The system is predicated upon a minimum two-character designator,
which indicates the package outline style. This designator can be extended, through the use of

optional,

position

user-selected fields, to provide additional package information such as
and count, terminal form, package shape, and predominant body material.

4.2 New descriptive codes

terminal

If a new
propose

43 D

The pad
system.

by the B

indicate
to imple
extende]

descriptive designator by a slash (/) (se

4.3.1

The mini
standar
Commo

Figure
exampld

clause §.

d, a new code may be recommended for standardization.

package that does not conform to one of the designated Tield CharacterNcodes

bscriptive designators

d with additional information,

hat classifies device packal
v’ general external physical f
are included, such as CC, FP, S

is being

kage outline style code is the only compulsory field witkin th ignation

bscribed
system. In general herwise
 herein, the users of this system may pick and choo e fields they wish
ment for their specific application (see figuye may be

om the

pes into
patures.
D, GA.

depicts
Fibed in
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Optionnel jusqu‘au

Identificateur

Optionnel Optionnel préfixe du matériau descriptif Optionnel Optionnel
utilisé minimal
P S Q C C J 3 2
Matériau Caractéris- Position Boitier Forme Nombre
tiques

Nombre de broches

let

de dispositifs a semiconducteurs

re 1 A\Systeme descriptif de codification pour les boitiers

4.3.5.2)
a un, deux
iIs chiffres

onnexions
4.1, tableau 5,

e lettre

IEC 1131/99
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Optional unless Minimum
Optional — Optional material prefix descriptive Optional Optional
designator designator
P — S Q C C J 3 2
Material Features Position Package Form Count

Terminal count
(4.3.5, 4.3.5.2)
A

(4.3.3, table 3)
A sifigle-latter

A-6Re-, two-, or
threg-digit suffix

(4.3.5, 4.3.5.1,
figure A.2)
letter suffix

IEC 1131/99
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Tableau 1 — Codes de types de bottiers

Forme Code Type de boitier
E cC Boitier pavé
B CP Boitier pressé
A CY Boitier cylindrique
D/E DB Boitier bouton
F FM Boitier a radiateur
A FO Boitier pour dispositif a fibre optique
E FP Boitier plat
G GA Boitier matriciel
G IL Boitier a connexions en ligne. L'identificateur préférentiel est(IP.
G IP Boitier a connexions en ligne ou enfichable. Restreint a /SIP
D/H LF Boitier a forme allongée horizontale
MA Microassemblage
B MP Boitier de puissance
MW Boitier hyperfréquences
B PF Boitier a insertion en force
C PM Boitier a vis
E SO* Boitier de petite dimension
A SS Boitier de forme spéciale
ucC Pastille nue
VP Boftier vertical a monta
XA-XZ Famille non définie;-eption
* Danp la pratiqgue de l'industrie, on utilise (Ey{lrf S » \\b;)?rs» a l'endroit normalement occupé par
cett¢ zone (excepté qi'il n as précédé par , pakexemple SOP.

4.3.2 Préfixe donnant ta_pQ

Au code de typ ut étre ajouté un préfixe a une lettre identifiant
la positi - applicable, le plan de zone d'interconpnexion.
Des exe ! tres incluent des abréviations ou sigles usyels, par
exempld eférentiel) /PGA, QFP, SIP, ZIP.

NOTE 1 efinre e un point de connexion qui peut étre atteint extérieurement.
NOTE 2 Broche correct est déterminé par les faces ou se trouvent les broches. Par
exemple, rang de broches disposées en zigzag serait «Z».

Le table te de code de préfixes a une lettre fixant la position des broches.

4.3.3 Préfixe donnant le matériau du corps du botftier

L'identificateur descriptif a trois lettres (voir 4.3.2) peut étre augmenté d'un préfixe a une lettre
identifiant le matériau principal du corps du boftier. Ce préfixe ne doit étre utilisé que si le
préfixe de position des broches décrit en 4.3.2 est également utilisé. Les exemples de tels
indicateurs a quatre lettres incluent des abréviations ou sigles d'usage courant, par exemple
CDIP, PDIP, PLCC (PQCC préférentiel), MELF, PQFP.

Le tableau 3 donne une liste de codes de préfixes & une lettre pour le matériau du corps du
boitier.

Si le matériau du corps du boftier n'est pas I'un de ceux définis au tableau 3, la lettre «X» doit
étre utilisée dans l'identificateur descriptif pour indiquer un matériau nouveau ou particulier et
doit étre remplacée ultérieurement par un code approuvé par la CEl.
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Table 1 — Package-outline-style codes

4.3.2

The twor-letter,
identifies the
Exampl
LCC (Q

NOTE 1

NOTE 2
code for g

Table 2

4.3.3 PacKage-body-material prefix

Form Code Outline style
E cC Chip-carrier package
B CP Clamped package (press-pack)
A CcY Cylinder or can package
D/E DB Disk-button package
F FM Flange-mount package
A FO Fibre optic device package
E FP Flatpack package
G GA Grid-array package
G IL In-line package. The preferred designator is IP.
G 1P In-line package or inserted package. Restrict to DIP/SIP/ZIP.
D/H LF Long-form horizontal package
MA Microelectronic assembly
B MP Power module package
MW Microwave package
B PF Press-fit package
c PM Post-(stud-) mount package
E SO* Small-outline package
A SS Special-shape package
uc Uncased chip
VP Vertical surface-meunt e
XA-XZ Non-defined family; r useroption
* Industry practice sometimes uses "P" for\"package" iWn normally occupied by this field| (except
that|there is no preceding}ymen) W Ie%
N

efix that
pattern.
as DIP,

mple, the

The three-letter descriptive designator (see 4.3.2) may be further supplemented by a single-
letter prefix that identifies the predominant package-body material. This prefix shall not be
used unless the terminal-position prefix described in 4.3.2 is also used. Examples of such four-
letter descriptive designators include common acronyms or abbreviations, such as CDIP, PDIP,
PLCC (PQCC preferred), MELF, PQFP.

Table 3 gives a list of one-letter package-body-material prefix codes.

If the package-body material is other than one of those defined in table 3, the letter "X" shall be
used within the descriptive designator to signify a special or new material and shall later be
replaced with an IEC-approved code.
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4.3.4 Préfixe de caractéristique spécifique du boftier
Les caractéristiques spécifiques du boitier peuvent étre décrites par un préfixe a une ou

plusieurs lettres. Le préfixe de forme de boitier doit étre séparé de la suite de l'identificateur
par un tiret (-).

Le tableau 4 donne la liste des codes de préfixes de caractéristiques spécifiques de boitier. La
figure 2 montre la relation des codes entre I'épaisseur et le pas.

4.3.5 Suffixes de forme de connexion et de nombre de broches

La forme générale des connexions (ou forme des broches) et/ou le nombre de broches sur un

boitier peuvent—&tre—décrits—atravers—tutitisatiomde—deux—zomes—te ffike—de—fqrme de
connexipn et le suffixe de nombre de broches. Ces deux zones doivept\étre separées de la
précédente partie de l'identificateur par un tiret (-).
Les utilisateurs du systeme peuvent choisir le suffixe de forme ffixe de
nombre|de broches, ou les deux. Si ces deux sont utilisés conjoi lisé doit
étre le quffixe de forme de connexion.
Tableau 2 — Préfixes pour la pom
/A
Code Nom f\\aogi}(on/gz)
A Axial Ux sens &qrﬁs la ditection de I'axe principal d'un
Fond
D Double ur les, _bords opgposés d'un boitier rectangulaire oy carré,
E Face s opposées d'un boftier ayant une sect|on
L Latéral [ ituées_surles quatre cotés d'un boitier carré ou rectangulpire
P Perpenc@“
Q Quad aire
R Radial
S N Sim Les broches sont situées sur une face d'un boftier rectangulaire ou carré su
up’seul rang
Triple Les broches sont situées sur trois c6tés d'un boftier carré ou rectangulaire
Sdpérieur Les broches sont perpendiculaires et opposées au plan de siege et situées gur
une face du haoltier
X Autres Les positions des broches sont autres que celles décrites
Zigzag Les broches sont situées sur une face du boitier rectangulaire ou carré,
disposées en zigzag

1) Ces descriptions sont faites en considérant que le plan de siége est le fond du boftier.

2) La référence a la forme du boitier ne prend pas en compte les rebords, les entailles ou toutes autres
irrégularités.
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4.3.4 Package-specific feature prefix

Package-specific features may be described through the use of a multiletter prefix. The
package-specific feature prefix shall be set off from the following portion of the descriptive
designator by a dash (-).

Table 4 gives a list of package-specific feature prefix codes. Figure 2 shows the relationship of
codes to profile and pitch.

4.3.5

Lead-form and terminal-count suffixes

The general lead form (or terminal shape) and/or the number of terminals on a package may

be desqribed-throughtheuseof twofietds—thetead=formsuffixamndthe—tgrmitat=commt suffix.
These two fields shall be set off from the preceding portion of the descriptive designdtor by a
dash (-].
Users of this system may choose to use the lead-form suffix, uffix, or
both. If| the lead-form suffix is used in conjunction with the\term it shall
precedd the terminal-count suffix.
Table 2 — Terminal-positi?(p%
/A
Code Name f\\aegi}(on/gz)
A Axial in thedditetsti e major axis of a cylindrical
Bottom e package
D Double squagre or rectangular package or locatgd
E End syqaying a circular or elliptical cross-section
L Lateral [ sides of a square or rectangular package
P Perpenc@ ndicular to the seating plane on a square or rectangular jpackage
Q Quad < inats are on/four sides of a square or rectangular package or located
R Radial extended radially from the periphery of a cylindrical or spherical
S N.Sin Texminals are on one surface of a square or rectangular package in a single|row
Triple Terminals are on three sides of a square or rectangular package
Upper Terminals are perpendicular to and opposite the seating plane, and are on ope
surface of a p::r\lz::gn
X Other Terminal positions are other than those described
Zig-zag Terminals are on one surface of a square or rectangular package arranged in
a staggered configuration

1)

2)

These descriptions assume the seating plane in the bottom of the package.

Reference to package shape does not take into account flanges, notches or other irregularities.
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Tableau 3 — Préfixes indiquant le matériau principal du corps du boitier

Code Matériau
C Céramique co-cuite brasée
G Céramique, scellement verre
L Verre
M Métal
P Plastique (incluant I'époxyde)
X Autre

Tableau 4 — Préfixes pour les caractéristiques particuliéres des tiers

Ordre CIas;lflcaﬂon Code Caractéristique particuliere du bujtie mi }Ie)
fonctionnelle

A radiateur intégré

1 En addition du boftier

\
A fenétre transparente{\\ \

Mince (1,2 mm < M}lke \e\\me)/

2 Hauteur du boftier reporté

Trés mince (1,f{mr}r‘<7T A\Wlt}r reporté)

Extrémen@}\w/slpxmmwier reporté)

nl<|4|lr-]s|x

ré@uit (< Pase) krésenvd duxfamilles DIP, ZIP, SOP

3 Pas et position des bornes 8/0,83, 0,5 et 0,4 mm)

F Pa{MFWm et <0,80 mm pour BGA et LGA)

<\ I as.e in on/% (broches en zigzag)

Dl2mm<| L |[<1,7mm< No code
IEC 1132/9p

iguke 2 — Relations des codes entre épaisseur et pas

4.3.5.1 | Suffixede forme de connexion

Le suffixe'de forme de contact est un suffixe a une lettre qui identifie la forme normalisge de la
connexiom—tetabteatr5—donne—unetistede—codes—de—suffixesde—forme—de—~conmexion a une
lettre.

S'il existe dans le boftier plus d'une forme de broche, la broche conduisant le courant principal
détermine le code de la forme de connexion. Si l'une de ces broches constitue un ergot de
montage ou une bride, sa forme ne doit pas déterminer le choix du suffixe de la forme de
connexion (ou forme de broche) parce que cela a déja été décrit par le code de type de boitier.
Si la forme de connexion est autre que celle définie au tableau 5, la lettre «X» doit étre utilisée
dans l'identificateur pour indiquer une forme de connexion spéciale ou nouvelle, et doit étre
ultérieurement remplacée par un code approuvé par la CEl. Des exemples sont donnés a la
figure A.2.
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Table 3 — Prefixes for predominant package-body material

Code Material
C Ceramic, metal-sealed co-fired
G Ceramic, glass-sealed
L Glass
M Metal
P Plastic (including epoxy)
X Other

Table 4 — Prefixes for package-specific features

(N
Order Functional classification Code Package-speéi&%ﬁs{ure\
H Integral heat slug \
1 Outline addition /\
W Transparent window \ \/
L Low profile (1,2 mm <{\\b\® \\yﬁeg height)
2 Seating height T Thin profile (1, ()/{m <}\&1\2xqm se\t{ad height)
\ Very thin profll% (<£(ymm s\xed\hetgh/)
s Dasi amilies)
3 Terminal pitch and position ' QK995 Vs '
F Fine_pitch at £9,50 mm pitch and <0,80 mm pitch flor BGA
an{&&)
(\ m\r{ter\s\'ﬂg) pi{\c%taggered leads)

—

IEC 1132/9p

?%g 1,2 mm < <1,7mm<| No code

iglve 2 — Relationship of codes to profile and pitch

435.1 orm syffix

The leafl-farm suffix'is a one-letter suffix that identifies the standard form or shape of Ire lead.
Table 5 givesafistof ome=tetter; fead=formrsuffix ctodes:

If more than one type of terminal is present, the terminals carrying the principal current
determine the lead-form code. If one of these terminals is a mounting stud or flange, its shape
shall not govern the choice of lead-form (or terminal-shape) suffix because that has already
been described by the package-outline-style code. If the lead form is other than one of those
defined in table 5, the letter "X" shall be used within the descriptive designator to signify a
special or new lead form and shall later be replaced with an IEC-approved code. Examples are
illustrated in figure A.2.
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4.3.5.2 Suffixe de nombre de broches

Le suffixe de nombre de broches est une zone numérique destinée a identifier le nombre de
broches du boftier du dispositif. S'il y a plus d'une sorte de broche, le nombre de broches doit
inclure seulement les broches utilisées pour déterminer le suffixe de forme de connexion
conformément & 4.3.5.1. Si le nombre de broches (incluant les broches non utilisées) est
inférieur au nombre de positions de broches disponibles, ce dernier peut étre ajouté entre
parentheses: par exemple 20(26) et 168(289).

4.3.6 Zone d'information détaillée

Une barre oblique (/) suivie d'une zone d'information détaillée de un a 20 caracteres peut étre
ajoutée a l'identificateur Cette zone peut cantenir la déqignafinn de la CElowtout auire code

spécifié|par I'utilisateur.

La barrg oblique (/) signifie le début de la zone d'information supplénfentaite détaiiee. Ihne doit
y avoir aucun espace entre la barre oblique (/) et les zones adjac

Code Forme
A Vis
B Connexion courte
ou en boule
C Courbure en «C»
D A oeillet pour brasage
E Connexion a insertion
rapide
F Plat corps
G Aile de mouette | ple repliée sous le corps du boitier avec une extrémité
du boitier
H Broche e r ne brgche ayvecoeillet a I'extrémité d'une connexion flexible

courant for

Isolant xion plate formée par le dépdt d'un conducteur mince sur §in

rt isolant

J e connexion en «J», souple, dont la courbure ramene la broche sous
le £orps du bottier

L roche en «L» souple pour montage en surface

N

N Plages métallisées situées sur le corps du boitier

p* Une connexion trempée sortant du corps du boftier et destinée a étre
montée a un trou métallisé dans la plage de soudage

Q Connexion rapide Connexion de type TAB sortant du corps du boitier

R Enroulée Une connexion métallisée non souple enroulée autour du corps du boitier

S Courbure en «S» Une connexion en «S», souple, dont la courbure amene la broche sous le
corps du bottier

T Trou métallisé Une connexion plate ou en forme de V destinée a étre fixée a un trou
métallisé dans la plage de soudage

U «J» inversé Une connexion en «J», souple ou non souple, dont la courbure améne
la broche sous le corps du boitier et dont I'extrémité courbée pointe vers
I'extérieur du boitier

w Fil Une connexion en fil non trempé sortant du corps du boitier

X Autre Forme de connexion autre que celles définies

Y Vis Trou pour vis

* Dans la pratique de l'industrie, on utilise parfois «P» pour «boitier» a I'endroit normalement occupé par cette
zone (excepté qu'il n'est pas précédé par un tiret), par exemple SOP.
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4.3.5.2 Terminal-count suffix

The terminal-count suffix is a numeric field used to identify the number of terminals on the
device package. If there is more than one type of terminal, the terminal count shall include only
those terminals that were used to determine the lead-form suffix in accordance with 4.3.5.1. If
the terminal count (including terminals not used) is less than the number of available terminal
positions, the latter may be added in parentheses, for example 20(26) and 168(289).

4.3.6 Detailed information field

A slash (/), followed by a supplemental one- to twenty-character detailed information field, may
be added to the descriptive designator. The field may contain the IEC designation or some
other ucpr-clnp(‘ifipd Pnding scheme

The slash (/) shall signify the beginning of the supplementary detailed i . There
shall be|no space character between the slash (/) and adjacent fieldg{

Code Form/shape
A Screw
B Butt or ball e
C C-bend he body

D Solder lug
Fast-on plug

F Flat

G Gull wing

H High-current caple
| Insulat

J "J" bend

L n "t*shaped compliant lead intended for surface mounting

N Metallized terminal pads located on the body of the package

p* tempered lead extending from the body of the package and intendgd

N for attachment to a plated through-hole in the land structure

Q A tab-like terminal extending from the body of the package

R A metallized non-compliant terminal wrapped around the package bogly

S “S",bend An "S"-shaped compliant lead bent under the body of the package

T Through-hole A terminal with flat or V-shaped cross-section intended for attachment
to a plated through-hole in the land structure

U "J" inverted A "J"-shaped compliant or non-compliant lead bent down from the body
of the package with the curved end pointing away from the package

W Wire An untempered wire lead extending from the body of the package

X Other A lead form or terminal shape other than those defined

Y Screw A threaded hole

*

Industry practice sometimes uses "P" for "package" in the location normally occupied by this field (except that
there is no preceding hyphen) for example SOP.
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Systéme de codification des types de botitiers

CC, botitier pavé: Boitier mince dont la cavité ou la zone de montage occupe la plus
grande partie de la zone de boftier et dont les connexions consistent en plots métalliques
(sur la version sans broches) ou de broches préformées autour des co6tés et sous le boitier,
ou a I'extérieur du boitier (versions avec broches).

NOTE 1 - Le corps du boftier pavé, habituellement carré ou bas, est similaire a un boitier plat.

NOTE 2 — Lorsque les broches sortent du boftier, le terme préféré est «boitier plat» (voir FP).

CP, boftier pressé (press-pack): Boitier pour dispositifs & courant fort en forme de
cylindre ayant une connexion circulaire plane pour courant fort en surface a chaque
extrémité et destiné a étre pressé contre ou entre deux barres a bus servant de radiateurs.

CY,rcylindrigue—Boitier ge atere yhmdrigue: s abtuettEmeT_To itué de

brodhes sortant d'un c6té, parallelement a l'axe central du oitier, “et ontées
pergendiculairement au plan de siege.

DB, | boitier bouton: Boitier bas ressemblant a un disque \ou\a\unyho on>|| est
habifuellement constitué de broches sortant radialement de eriexdu bujtiefl comme

les fayons d'une roue ou issues du disque central. Les broghes peyve férentes
dimg¢nsions.

FO, [fibre optique: Boftier microcircuit ayant un ou_ pfusi optique.
Ses|broches peuvent étre issues ou attachées a tdut coté qti r toutes

sortg¢s de dimensions.

NOTHE — Les connecteurs de fibre optique pewvent étrg

FM, | boftier a radiateur: Boftier onté en
rebgrd et fournissant un support mécani 3 structtre_dlinterconnexion du boffier ou a
'armature. Il a habituellement des fixées a
sa sprface.

FP, botitier plat: Congues
poull étre attachées pa

NOTH

NOTH 2 — Le co d

NOTHE 3 — Les loin du corps du boftier. Si les broches sont pféformées

replides sous le corp ct est alors «boftier pavé» (voir CC).

GA, |boitier 1S BT inge dont les broches sont situées sur une face en|matrice
d'au| moin i ; >is” colonnes. Des broches peuvent manquer a certaines

ligne: Boitier rectangulaire ayant un rang, deux rangs ¢u plus,
gongues pour montage par insertion perpendiculairement au| plan de

NOTE 1 —(Les coqnexions peuvent toutes émerger d'un seul cété ou de deux cOtés paralléles|avec les
conngxioris préformées pour former des rangs paralléles.

NOTEZ— L€ COJE preferenter est <IP».

LF, boitier a forme allongée horizontale: Boitier tubulaire, cylindrique ou elliptique ayant
des broches recouvrant les extrémités ou des connexions axiales. Le corps allongé est
ordinairement monté parallelement au plan de siége.

MA, microassemblage: Assemblage de microcircuits non encapsulés, et/ou de
microcircuits encapsulés, qui peuvent aussi inclure des dispositifs discrets, assemblés sur
une structure d’encapsulation et d’'interconnexion, pour spécification, essai, vente et
maintenance, l'assemblage étant considéré comme un composant indivisible. Les
dispositifs microélectroniques et passifs et/ou actifs discrets peuvent étre montés sur une
ou deux faces de la structure d'encapsulation et d'interconnexion, et les broches externes
émergent habituellement d'une face de I'assemblage. Toute une variété de dimensions, de
formes, et formes de broche externe est possible.
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5

Coding system of package-outline styles

CC, chip carrier: A low-profile package whose chip cavity or mounting area occupies a
major portion of the package area and whose terminals consist of metal pad surfaces (on
the leadless versions) or leads formed around the sides and under the package or out from
the package (on leaded versions).

NOTE 1 — The body of the chip carrier, usually square or of low aspect ratio, is similar to that of a flatpack.
NOTE 2 — When leads extend out from the package, the preferred term is "flatpack" (see FP).
CP, clamped package (press-pack): Package, for high-current devices, in the form of a

cylinder with a plane, circular, high-current terminal at each end, intended to be clamped
against or between two busbars acting as heat sinks.

CY, cytimderor cam—Generatty tylimdricat package it osualty tras ternfmars_thatgxit from
one |end, parallel to the central axis of the package and is mount erpendiguldgr to the
seatjng plane.

%Iy has

DB, |disk-button: Low-profile package that looks like a disk\or
' vheel or

termlinals that exit radially from the periphery of the packagg
from the disk centre. Terminals may be formed into a variety \of sha

FO, [fibre optic: Microcircuit package that has one €r mere fibre i§ connectors. Its
termlinals may exit from, or attach to, any surface o dy be formed in a
varigty of lead shapes.

NOTE — The fibre-optic connectors are considered to be ter
FM, [flange mount: Package that G at sipk that is an integrgl part of
the package and provides mechahical ™Mo i cture or

cold|plate. It usually has terminals tha ckage in
a vafiety of forms.

FP, |flatpack:
primjarily to be attach
NOTHE 1 — The leads originat

NOTE 2 — The body of the
NOTHE 3 — Lead
the ppckage bo

i ; ace in a

matiix of at le - me row-

esigned

k towards

colu

IP (or IL)N i Rectangular package having one row or two or more| parallel
rows,/0 3 imarily for insertion mounting perpendicular to the seating|plane.
NOTH 3 emerge from a single side or from two parallel sides with the leads formed to
prodyce pars

NOTH 2 € ed code is "IP".

long-form) package: Cylindrical or elliptical tubular package having terminal ghd-caps
or axial leads. Its long-form body is usually mounted parallel to the mounting plane.

MA, microelectronic assembly:  Assembly of unpackaged (uncased) microcircuits and/or
packaged microcircuits, which may also include discrete devices, so constructed on a
packaging interconnect structure that for the purpose of specification, testing, commerce,
and maintenance, the package is considered to be an indivisible component. The passive
and/or active discrete and microelectronic devices may be mounted on either one or two
sides of the packaging interconnect structure, and the external terminals usually exit from
one side of the assembly. A variety of package sizes, shapes, and external terminal forms
are possible.
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MP, boitier de puissance: Boftier destiné a recevoir deux pastilles de semiconducteur de
puissance ou plus, ayant un socle qui ne soit pas une broche, et plusieurs vis et/ou des
broches normales ou a insertion rapide sur la surface opposée au socle.

MW, boitier hyperfréquences: Boitier spécialement congu pour permettre & un dispositif
de fonctionner dans le domaine des hyperfréquences.

NOTE - «Spécialement congu» inclut mais n'est pas limité aux cavités a hyperfréquences et aux broches avec
impédance a commande contrélée.

PF, boitier & insertion en force: Boitier rond ou elliptigue dont les zones de montage
mecanique sont insérées en force dans la structure d'encapsulation et d'interconnexion ou
'armature en vue de la connexion thermique et électrique. Ses connexions externes
peuvent étre de différentes formes.

PM, ooftieravis: ileté ou
supq exign ou a
I'arm externes
sont|possibles.

SO, |petit boitier: Boftier mince rectangulaire & montage en su pudée a
une |zone de contact intérieure, constituant un support. Le sortent
parallelement au plan de siége sur deux faces opposée

NOTE 1 — La forme des broches est généralement en aile de moue i 2 3 bles.
NOTHE 2 — Ce terme est abandonné au profit de celui de «bgitier pavé i (voir FP)

selon|la forme des broches.

SS, |boitier de forme spéciale: dis gsitif nécessite une forme
particuliére. Ses broches peuvent € plugielrs faces.

NOTHE — Le montage mécanique et la connexign des bro ecéssiter des techniques partiguliéres.

ontée dans un boitier michocircuit.
otubérances, etc., qui sont spudés a

UC,| puce sans boitier:
Ordipairement, la puce a des plots
des plots ou a des zo

VP, |boitier a mont
monté perpendiculai

rangs paralleles, L
plan|de siégu

Bloitier a montage en surface desting a étre
—Kes broches sont situées sur un ou gdlusieurs
des supports filetés (pour insertion a trjavers le
le plan de siége).

XA- er [de dispositif électronique ne se rattachant al aucune
fami par la CEI.

NOTHE spécifiés entre fournisseur et utilisateur sont temporaires et {l convient
qu'ils dans un code approuvé par la CEl. lls peuvent étre réutilisés et [de ce fait
n'ont ique
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— MP, (power) module package: Package designed for housing two or more power
semiconductor chips having a mounting base which is not a terminal, and several screw
and/or fast-on or pin terminals on the surface opposite the mounting base.

— MW, microwave package: Package specially designed to provide device operation at
microwave frequencies.

NOTE - "Specially designed" includes, but is not limited to, microwave cavities or terminals with controlled
common-element impedance.

— PF, press fit: Round or elliptical package whose mechanical mounting area is pressed into
the packaging interconnect structure or cold plate for purposes of thermal and electrical
connection. Its external terminals may take on a variety of forms.

— PM, post or stud mount: Package whose mechanical mounting device is a threaded stud,
threg ' e kagt mte s or cold
plate

— SO,|small outline: Low-profile rectangular surface-mount co yack NlIts chip
(die) is bonded to an inner land contact area, primarily a lead fraie. '%Is exit

NOTHE 1 — The lead form is usually gull wing but other lead forms are pgss

NOTE 2 — This term is deprecated in favour of "chip carrier" (see ng on the

lead form.

- SS, quire a
sped
NOTE

- UucC, g pads,
bum

- VP, 6 t package intended to be mounted
perpendicular to the seg . \ ws. The
package may includé i inse ace) or

—  XA-XZ, non-define
other IEC-ap

NOTHE — These do
replaged with an IEQ

y of the

kage-outline-style codes are temporary and should later be
be reused and so have no unique, fixed meanings.
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Annexe A
(informative)

Exemples d'application du systéme de codification descriptive

Le tableau A.1 donne quelques exemples d'application de systémes de codification descriptive.
Il ne fixe cependant pas toutes les combinaisons possibles de codes de types de boitiers, de
préfixes et de suffixes.

La figurg A.1 montre les codes a deux lettres pour les types de bottiers onne des-ekemples
typiqueg d'identification a quatre lettres.

La figurg A.2 illustre le code de forme de connexion a une lettre donné

S

aieau
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Annex A
(informative)

Examples of descriptive coding system applications

Table A.1 lists some examples of applications of the descriptive coding system. It does not
demonstrate all possible combinations of package-outline-style codes, prefixes and suffixes.

Figure A.1 shows the twa-letter caodes for device package outline styles and—depicts examples
of typical four-letter designators.

Figure A.2 illustrates the one-letter lead-form (or terminal-shape) cod wnNn table

@%
;
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Tableau A.1 — Applications du systeme de codification descriptive

Désignation usuelle Type Systéme de codification Exemples d'identificateurs
du boitier de bofitier descriptif typique descriptifs complets
CCC cC CC, QCC ou GQCC GQCC-J68
LCC CcC CC, LCCY, R-LCC, ou R-LCC-N R-CLCC-N32
LCC cC CC, LCCY, ou CLCC-N CLCC-N32
PLCC CcC PLCC2 ou PQCC-68 PQCC-J68
TO-5 CY CY-3, BCY, ou MBCY MBCY-W3
TO-92 CY CY-3, BCY, ou PBCY PBCY-W3
TO-224 DB DB-3, RDB, ou PRDB PRDB-F3
TO-234 DB DB-3, RDB, ou CRDB CRDB-F3
MO-(JZ5 FM FM-TIT ou MBFM MBFM-PT
TO-3 FM FM-2 ou MBFM MBFM-P
TO-2p0 FM FM-3, SFM, ou PSFM PSFMET3 (\
A\
FP FP FP, R-FP ou DFP GRFP-
FP FP FP, S-FP, ou QFP LPQRP-G28
BGA GA BGA, BGA-340 E-W3 (4@
PGA GA PGA ou PGA-108 CP%- 08(144)
CerDJP IP DIP, GDIP, ou GDIP-18 \\% \K)
DIP 1P DIP, PDIP, ou DIP-14
QDI IP DIP ou PDIP
SIP 1P SIP, PSIP, ou SIP-1{1
ZIP IP ZIP, PZIP, ou
MO-Q2 1P DIP PDIP
MEL# F \/ MELF-R2
Connexion axiale LF LALF-W2
DO-209 MUPF-D1
DO-4 MUPM-D1
TO-2p9 MUPM-H2
SO PDSO-G8
SOId PDSO-G14
S0J PDS0-J24(28)
SOL PDSO-G20
SOT{23 PDSO-G3
SOT- PSSO-F3
TO-2 R-PUFM-Y2
TAB PQUC-I
) '\L%éral» et non «avec ou sans connexion». L'information indiquant §i un
| connexion peut étre donnée par un indicateur descriptif plus complet.| Par
q «N»)indiquera que le boftier est sans connexion, un suffixe «J» que le boitief est
2) > («latéral») dans LCC est déconseillée au profit de «Q» (quad). De ce |fait,

llidéntificateur

scriptif préférentiel pour PLCC est PQCC.
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Table A.1 — Descriptive coding system application

Common package Package Typical descriptive Complete descriptive
designation outline style coding system designator example
CCC CcC CC, QCC or GQCC GQCC-J68
LCC CcC CC, LCCY, R-LCC, or R-LCC-N R-CLCC-N32
LCC CcC CC, LCCY, or CLCC-N CLCC-N32
PLCC CC PLCC2 or PQCC-68 PQCC-J68
TO-5 CY CY-3, BCY, or MBCY MBCY-W3
TO-92 CcY CY-3, BCY, or PBCY PBCY-W3
TO-224 DB DB-3, RDB, or PRDB PRDB-F3
TO-234 DB DB-3, RDB, or CRDB CRDB-F3
MO-JZ5 FM FM-TT or MBFM MBFM-PT
TO-3 FM FM-2 or MBFM MBFM-P
TO-2p0 FM FM-3, SFM, or PSFM PSFM<CT3 (\
A\
FP FP FP, R-FP or DFP GRFP-
FP FP FP, S-FP, or QFP LPQRP-G28
BGA GA BGA, BGA-340 E-B(S.é;g? (4w
PGA GA PGA or PGA-108 CP%- 08(144)
CerD|P IP DIP, GDIP, or GDIP-18 \\% \K)
DIP IP DIP, PDIP, or DIP-14
QDI IP DIP or PDIP
SIP IP SIP, PSIP, or SIP-1
ZIP IP ZIP, PZIP, or ZtP-
MO-Q2 IP DIP PDIP
MELFK LF MELF-R2
Axiall|lead LF LALF-W2
DO-209 PF MUPF-D1
DO-4 M MUPM-D1
TO-2p9 PO /| MUPM-H2
SO N PDSO-G8
SOId PDSO-G14
S0J S PDS0-J24(28)
SOL SO, PDSO-G20
SOT{23 SO PDSO-G3
SOT{89 o ,\S O o PSSO PSSO-F3
TO-244 (\ \RM U?M or PUFM R-PUFM-Y2
TAB \ uc UC-I, QUC-I PQUC-I
1 sl al", not "with or without lead". Whether an LCC is with or without a|lead
a more complete descriptive designator. For example, an "N" suffix would
is without lead, a "J" suffix would indicate that the package has a lead.
2) "lateral") in LCC is discouraged in favour of "Q" (quad). Thus, the prefgrred
tor for PLCC is PQCC.
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-30- 60191-4 00 CEI:1999
Code et t
geebgitigfe Exemples Forme
CcC
Boitier E
pavé
PQCC-J CQCC-N cQcce-J
(PLCC-J) (CLCC-N) (CLCC-I)
CYy
Boitielr A
cylindrique
DB D
Boitigfr et
boutoh E
CP
Boftiglr B
press a/\
CECP-N
IEC 1133/99

Figure A.1 — Familles types de boftiers et systéeme de codification descriptif correspondant
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60191-4 [0 IEC:1999 -31-
Z?;Eagﬁdoggzl: Examples Form
Chip carrier E
PQCC-J CQCC-N cQcce-J
(PLCC-J) (CLCC-N) (CLCC-I)
CYy
Cylindgr A
DB D
Disk butfon and
E
CP
Clampg¢d B
packagw/\
CECP-N
IEC 1133/99

Figure A.1 — Typical package styles and descriptive coding system
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-32- 60191-4 O CEI:1999

Cg:ebggtitgfe Exemples Forme

FM

F

Radiateur MBFM-P PDFM-T PSFM-T

FO

Fibre A
optiqu
FP

Boitig E
plat

IEC 1134/99
Figry ita)

r AT VA-STT
—rgurcTr T (ouitcy
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Package outline
style and code Examples Form
FM
=
Flange MBFM-P PDFM-T PSFM-T
mount
FO
Fibre A
optic
FP
Flatpa E
IEC 1134/99
e Antipad)

r A1/ +
g e (CoOMHECa;
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